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Die Europäische Norm EN 61192-4:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit

Die EN 61192-4 wurde am 2003-03-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium K 682 �Montageverfahren für elektronische
Baugruppen� der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und
VDE zuständig.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN IEC 91/160/CD:1999-05.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 91 �Electronics assembly technology� erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2008 unverändert
bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
� bestätigt,
� zurückgezogen,
� durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
� geändert.
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Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.
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Vorwort

Der Text des Schriftstücks 91/335/FDIS, zukünftige 1. Ausgabe von IEC 61192-4, ausgearbeitet von dem
IEC/TC 91 �Electronics assembly technology�, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen
und von CENELEC am 2003-03-01 als EN 61192-4 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

� spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden
muss (dop): 2003-12-01

� spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden
müssen (dow): 2006-03-01

Diese Norm muss in Verbindung mit den folgenden Teilen von EN 61192 benutzt werden, unter dem
allgemeinen Titel Anforderungen an die Ausführungsqualität von Lötbaugruppen.

Teil 1: Allgemeines

Teil 2: Baugruppen in Oberflächenmontage

Teil 3: Baugruppen mit Lötstützpunkten

Anhänge, die als �normativ� bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ.

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61192-4:2002 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als
Europäische Norm angenommen.
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Einleitung

Dieser Teil von IEC 61192 ist in Verbindung mit IEC 61192-1 anzuwenden, um die Anforderungen an das
Endprodukt, die in IEC 61191-1 und IEC 61192-4 definiert sind, zu erfüllen.

Diese Norm kann dazu verwendet werden, die Lieferanten und Käufer von Elektronikbaugruppen mit
Lötstützpunkten in die Lage zu versetzen, gute Fertigungspraktiken als Bestandteil eines Vertrages
festzulegen.

Die entsprechenden Anforderungen und Anleitungen für Oberflächenmontage-Baugruppen und die Durch-
steckmontage sind in anderen, jedoch zugehörigen Normen enthalten.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61192 legt die allgemeinen Anforderungen an die Fertigungsqualität von Lötstützpunkten
auf organischen Trägern, auf Leiterplatten und auf ähnlichen Laminaten, die auf der (den) Oberfläche(n)
anorganischer Träger aufgebracht sind, fest.

Er gilt für Baugruppen, die gänzlich mit Lötstützpunkten hergestellt sind, oder für Baugruppen in gemischter
Technologie, die Oberflächenmontage oder andere verwandte Herstellungstechnologien, z. B. Durch-
steckmontage und Drähte, einschließen.

2 Normative Verweisungen

Die nachfolgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

IEC 60194, Printed board design, manufacture and assembly � Terms and definitions.

IEC 60749:1996, Semiconductor devices � Mechanical and climatic test methods
Amendment 2:2001.

IEC 61189-3, Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies � Part 3: Test
methods for interconnection structures (printed boards).

IEC 61191-1, Printed board assemblies � Part 1: Generic specification � Requirements for soldered electrical
and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies.

IEC 61191-4, Printed board assemblies � Part 4: Sectional specification � Requirements for terminal soldered
assemblies.

IEC 61192-1, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies � Part 1: General.

IEC 61192-2, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies � Part 2: Surface-mount
assemblies.

IEC 61192-3, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies � Part 3: Through-hole mount
assemblies.

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Teiles von IEC 61192 gelten die Definitionen aus IEC 60194.
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4 Allgemeine Anforderungen

Für diese Norm sind die Anforderungen aus IEC 61192-1 verbindlich.

4.1 Klassifizierung

Die Klassifizierung der Baugruppen erfolgt in drei Stufen: die Stufen A, B und C. Die Definitionen der Klassi-
fizierungskategorien und des Produktzustandes in jeder Stufe sind in IEC 61192-1 angegeben. Im
Allgemeinen wird der Zustand wie folgt in drei Zustände der Fertigungsqualität unterteilt:

a) anzustreben;

b) zulässig;

c) unzulässig.

4.2 Widersprüche

Annahme- und/oder Rückweisungsentscheidungen müssen sich auf die geltende Dokumentation wie Ver-
träge, Zeichnungen, Spezifikationen oder Bezugsdokumente stützen.

Im Falle einer Widersprüchlichkeit muss die folgende Rangfolge gelten:

a) Beschaffungsdokumente, die zwischen Anwender und Lieferant vereinbart sind;

b) Originalzeichnung der Baugruppe;

c) IEC 61191-1 und IEC 61192-1;

d) die vorliegende Norm;

e) weitere Dokumente in dem hier festgelegten Umfang.

4.3 Prüfverfahren

Bei Sichtprüfungen können einzelne Spezifikationen die Anwendung von Vergrößerungshilfen zur Unter-
suchung der Leiterplattenbaugruppen fordern.

Es sollte ein binokulares Sichtgerät benutzt werden, das auch als einzelnes großes Feldvergrößerungsgerät
ausgeführt sein kann. Für konventionelle Durchsteckmontage-Baugruppen muss eine mindestens 3fache
Vergrößerung angewendet werden. Für routinemäßige Prüfungen mit hohem Prüfaufkommen haben sich
stärkere Vergrößerungen als 10fach als praktisch ungünstig herausgestellt, sind jedoch für detaillierte
Untersuchungen oder für Schiedszwecke manchmal erforderlich.

4.4 Interpretation der Anforderungen

Sofern vom Anwender nicht anders festgelegt, bedeutet das Wort �müssen�, dass die Anforderung verbind-
lich ist. Eine Abweichung von jeder �Muss�-Anforderung erfordert das schriftliche Einverständnis des Anwen-
ders, z. B. anhand der Baugruppenzeichnung, Spezifikation oder Vertragsbestimmung.

Die Wörter �sollten� und �können� geben Empfehlungen und Leitfäden wieder und werden immer dann ver-
wendet, wenn unverbindliche Bestimmungen ausgedrückt werden sollen.

5 Charakterisierung des Verfahrens

5.1 Verfahren zur Vorbereitung des Drahtes

Vom Draht oder von den Zuleitungen muss genügend Isolierung abgezogen werden, damit die Isolier-
freiräume wie festgelegt eingehalten werden können. Chemische Abisoliermittel dürfen nur für Volldraht
verwendet und müssen neutralisiert oder vor dem Löten entfernt werden. Nach dem Entfernen der Isolierung
darf die Verformung der verbleibenden Isolierung 20 % der Isolierdicke nicht überschreiten. Beim Abstreifen
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